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raentansprucne.

1. Verfahren zur Herstellung von Mehriagenieiterplatten mit in wenigstens drei Ebenen liegenden Leiterbildern, bei dem
wenigstens zwei Laminate unter Zwischenschaltung wenigstens eines Prepregs (ibereinander angeordnet und mittels eines
Paf3loch-Systems, mit dem die Laminate im Randbereich versehen sind, relativ zueinander ausgerichtet werden, und dieser
Lagenaufbau dem Aushéartevorgang unter Druck und Temperatur unterworfen wird, dadurch gekennzeichnet, daR bereits
vor dem Aushértevorgang der Lagenaufbau unter Verwendung von mechanischen Verbindungselementen so
zusammengefigt wird, dafd die Laminate relativ zueinander fixiert sind.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da? die Laminate im Bereich der Verbindungselemente unter
Stoffschiuf’ stehen.

3. Verfahren nach mindestens einem der Anspriiche 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daf? die Prepregs in den Randzonen im
Bereich der Verbindungselemente Aussparungen aufweisen, die einen Stoffschluf§ der benachbarten Laminate
ermdglichen.

4. Verfahren nach mindestens einem der Anspriiche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, daR die Prepregs kleinere Abmessungen
besitzen ais die durch das PaRloch-System definierte Flache.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dal wahrend des Aushartevorgangs in
einer mechanischen Presse kein Druck auf die Verbindungselemente ausgetibt wird.

6. Verfahren nach Anspruch'5, dadurch gekennzeichnet, daf? die Laminate mittels den Verbindungselementen unter
Verformung derart verspannt werden, dafd deren Endflachen gegentber den AulRenflidchen des fixierten Lagenaufbaus S0
weit zurlickgesetzt sind, daf’ die Presse keinen Druck auf die Verbindungseiemente austibt.

7. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daf? die Verbindungselemente so angeordnet sind, daB sie auRerhalb
der Pref3platten zu liegen kommen.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daf der Aushartevorgang unter
Vakuum oder hydraulischem oder pneumantischem Druck stattfindet.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daR mit den mechanischen
Verbindungselementen sowohl die Lageausrichtung der Laminate als auch deren relative Fixierung zueinander bewirkt
werden.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, da die Verbindungselemente unter entsprechender Passung
mindestens durch zwei Pa8lécher hindurchgefihrt werden.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dafd als Verbindungselemente Nieten benutzt werden,

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daf als Nieten Hohlinieten oder Blechnieten eingesetzt werden.

13. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daR als Verbindungselemente Schraubverbindungen benutzt
werden.

14. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daf} die Lageausrichtung der
Laminate mittels einer Paf3stiftanordnung eines Hilfswerkzeugs erfolgt und die mechanischen Verbindungselemente nach
Ausrichtung angebracht werden.

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daR ais Verbindungselemente Klammerverbindungen eingesetzt
werden.

16. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daR die Verbindung der Laminate durch Verschweien hergestellt
wird.

17. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daR? der vorfixierte
Lagenaufbau nach dem MaR-Laminationsverfahren um ein oder zwei Leiterebenen erweitert und in dieser Verbindung
einem einzigen Aushértevorgang unterworfen wird.

18. Lagenaufbau zur Herstellung von Mehriagenleiterplatten mit in wenigstens drei Ebenen liegenden Leiterbildern, bei dem
wenigstens zwei Laminate (1, 2) unter Zwischenschaltung wenigstens eines Prepregs (3) Gbereinander angeordnet und
mittels eines Pa}loch-Systems (4), mit dem die Laminate (1, 2) im Randbereich versehen sind, relativ zueinander
ausgerichtet sind, dadurch gekennzeichnet, daf? der Lagenaufbau unter Verwendung von mechanischen
Verbindungselementen {5) so zusammengefiigt ist, dal} die Laminate (1, 2) relativ zueinander fixiert sind.

19. Lagenaufbau nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, daf er nach einem Verfahren nach einem der vorhergehenden
Anspriiche 2 bis 17 hergestellt ist.

Hierzu 3 Seiten Zeichnungen

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Herstellung von Mehrlagenleiterplatten mit in wenigstens drei Ebenen liegenden
Leiterbildern, bei dem wenigstens zwei Laminate unter Zwischenschaltung wenigstens eines Prepregs (ibereinander angeordnet
und mittels eines PaRloch-Systems, mit dem die Laminate im Randbereich versehen sind, relativ zueinander ausgerichtet
werden, und dieser Lagenaufbau dem Aushartevorgang unter Druck und Temperatur unterworfen wird.

Ferner bezieht sich die Erfindung auf einen speziellen, nach diesem Verfahren hergesteliten Lagenaufbau, der eire
Zwischenstufe bei der Herstellung von erfindungsgemafien Mehrlagenleiterplatten darstelit,

Charakteristik der bekannten technischen Lésungen

Unter Mehrlagenleiterplatten (Multilayern) wird ein Lagenaufbau von zwei oder mehreren Laminaten, 2. B. dinnen
Epoxidglasharzgeweben (Dinniaminaten), mit je einem oder zwei gedtzten Leiterbildern verstanden, zwischen denen Prepregs,
z.B. Epoxidglasgewebe, in noch nicht ausgehartetem sogenannten B-Zustand angeordnet sind, und der durch Aushirten unter
Druck und Temperatur in eienr Presse zu einer Einheit verbunden wird.

Derartige Mehriagenieiterplatten werden in der professionellen Elektronik verwendet.

Bei einem bekannten Verfahren zur Herstellung von Mehrlagenieiterplatten erfolgt sowoh! die lagerichtige Anordnung der
Laminate und damit der Leiterbilder als auch das Verpressen der Laminate mit den Prepregs unter Druck und Temperatur in



einem Arbeitsvorgang. Dazu weisen die PreRformen Pafstifte auf, auf die die Laminate mit ihren PaBbohrungen aufgesetzt
werden, worauf die derart in PreRformen lagegesicherten Schichtaufbauten dem Prevorgang in der Presse unterzogen werden.
Bei diesem sogenannten Pin-Laminations-Verfahren ist nachteilig, da® die PreRformen sowie aile Hiifselemente, wie
PreRbleche, PreBpolster und Trennfolien, wie die Laminate ebenfalls mit PaBbohrungen fir die PaRstifte versehen werden
missen, was sehr aufwendig ist. Ferner verringern die Preformen die nutzbare Aufnahmekapazitét der Presse und erhéhen den
Wirmebedarf fiir den Aushartevorgang. Ein weiterer Nachteil besteht darin, daB bei der Herstellung von Mehrlagenleiterplatten
unterschiedlicher Formate entsprechend angepaRte Prefiformen einschlieBlich der angefiihrten Hilfselemente angefertigt und
bereitgehalten werden miissen oder aber bei einer auf das PreRformat abgestimmten Einheitsform erhShter Materialabfall
durch schlechte Nutzung entsteht. Beides bedeutet eine wesentliche Produktverteuerung.

Ziel der Erfindung _
Ziel der Erfindung ist die Beseitigung der aufgezeigten Nachteile.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Herstellung von Mehriagenleiterplatten anzugeben, das eine
kostengiinstige und flexible Produktion nach modernen Methoden unter voller Beibehaltung der hohen Prézision, insbesondere
der Lagegenauigkeit, der Laminate und damit der Leiterbilder erméglicht.

Diese Aufgabe wird bei einem Verfahren mit den eingangs genannten Verfahrensschritten dadurch geldst, daf bereits vor dem
Aushartevorgang der Lagenaufbau unter Verwendung von mechanischen Verbindungselementen so zusammengefiigt wird,
daR die Laminate relativ zueinander fixiert sind.

Die Erfindung beruht also auf dem grundsétzlichen Gedanken, daR der Lagenaufbau aus Laminaten und Prepregs in einer
Zwischenstufe des gesamten Herstellungsvorgangs vor dem Aushértevorgang durch Druck und Temperatur zu einer eine Art
Halbzeug darstellenden Einheit verbunden wird, in der die Laminate und damit deren Leiterbilder in der gewlnschten Prézision
dauerhaft und sicher relativ zueinander fixiert sind. Diese Einheiten sind ohne besondere Vorsichtsmaf3nahmen handhabbar und
kénnen nach Bedarf zwischengelagert werden, bevor sie dem endgiltigen Verbindungsvorgang, ndmlich dem Aushérten unter
Druck und Temperatur, unterworfen werden.

Dies stellt eine Abkehr von der bisher bekannten Herstellungsmethode dar, bei der, wie geschildert, in Preiformen mit Paf3stiften
sowohl die Lageorientierung der Laminate als auch das Verpressen dieser Laminate mit den Prepregs stattfindet.

Ein Verschieben der Laminate und damit der Leiterbilder wahrend des Aushértevorgangs unter Druck wird bei dem
erfindungsgemaRen Verfahren deshalb zuverlissig ausgeschlossen, weil nach den wesentlichen Merkmalen die
Verbindungselémente die Laminate sicher relativ zueinander fixieren und die dazwischen liegenden Prepregs ebenfalis mit
ausreichender Genauigkeit an ihrem Ort halten.

Darliber hinaus liegen nach einer besonders bevorzugten Ausfihrungsform die Laminate im Bereich der Verbindungselemente
mit StoffschiuB aneinander, so daf ein FliefRen der Prepregs belm PreRvorgang ohne Einfluf? auf die Lagefixierung der Laminate
bleibt.

Zur Erzielung dieses Stoffschiusses werden zumindest die auSen liegenden Laminate in ihren Randbereichen auRerhalb der
Prepregs durch die Verbindungsmittel entsprechend verformt, wozu auch die zwischen den benachbarten Laminaten
einzufiigenden Prepregs entsprechend ausgebildet sind. Nach einer ersten Ausfithrungsform kénnen die Prepregs in den
Randzonen im Bereich der Verbindungselemente Aussparungen aufweisen, die einen Stoffschiuf der benachbarten Laminate
aufgrund deren entsprechenden Verformung erméglichen. Dadurch ist es méglich, die Nutzflache der Multilayer unter
Bertiicksichtigung der RestflieRzeit der Prepregs méglichst groR zu gestalten. Nach einer anderen Ausfl hrungsvariante besitzen
die Prepregs kieinere Abmessungen als die durch das Prelochsystem definierte Fldche. Danach sind also die Prepregs einfach
rechteckig zugeschnitten, so daR sie mit den iiblichen Werkzeugen kostengunstig hergestelit werden kdnnen.

Werden die erfindungsgemaR vorfixierten Einheiten in einer mechanischen, z.B. hydraulischen Presse endguitig verpreft, ist
darauf zu achten, da wihrend dieser Verfahrensschritte kein Druck auf die Verbindungselemente ausgeiibt wird, so daB die
mechanischen Verbindungselemente auch wahrend des PreRvorgangs die Laminatentage sicher zueinander fixieren. Nach
einer ersten Version kann dies dadurch erreicht werden, daR die Laminate mittels den Verbindungselementen unter Verformung
so verspannt werden, daR deren Endflachen gegeniiber den AuRenflichen des fixierten Lagenaufbaus soweit zurlickgesetzt
sind, daR die Presse keinen Druck auf die Verbindungselemente ausiibt, sondern ausschlieBlich auf den Lagenaufbau im Bereich
der Prepregs. Die Verbindungselemente kénnen also ohne weiteres innerhalb der Prefplatten liegen.

Nach einem weiteren Merkmal ist es aber auch méglich, die Verbindungselemente so anzuordnen, dal} sie auBerhalb der
PreRplatten zu liegen kommen, so daR beim PreRvorgang in der Presse ebenfalls kein Druck auf die Verbmdungselemente
erfolgt, sondern ausschliefilich auf den Lagenaufbau im Bereich der Prepregs.

In beiden Fallen kdnnen die erfindungsgemag vorfixierten Einheiten — (ibereinander und/oder nebeneinander auf Pre3blechen
frei verteilt —in einer stationéren Presse verpreft werden. Gegeniiber dem Pin-Laminationsverfahren wird also der Vorteil
erreicht, daR keine Preiformen bendtigt werden und durch deren Wegfall auch die Kapazitét der Pressen besser genutzt werden
kann. Auf diese Weise sind fiir die rationelle Fertigung von Mehrlagenleiterplatten auch stationdre Pressen geeignet.

Die erfindungsgemaR vorfixierten Einheiten kdnnen des weiteren mit Vorteil in einer Doppelbandpresse verpreft werden,
wodurch eine kontinuierliche Fertigung von Mehrlagenleiterplatten ermdglicht wird.

Schiielich erfauben die erfindungsgemag vorfixierten Einheiten, den Aushartevorgang unter Vakuum oder hydraullschem oder
pneumnatischem Druck durchzufiihren. Sie eréffnen also die Anwendung neuer Technologien flir den Aushartevorgang, diesich
im Rahmen einer GroRserienfertigung schon anbieten oder noch anbieten kénnen.

Nach einer grundsétziichen Fertigungsmethode der erfindungsgemaR vorfixierten Einheiten werden mit den mechanischen
Verbindungselementen sowohl die Lageausrichtung der Laminate als auch deren relative Fixierung zueinander bewirkt. Dazu
werden entsprechende Verbindungselemente unter geniigend genauer Passung mindestens durch zwei PaRlécher in den
{ibereinander angeordneten Laminaten hindurchgefiihrt, wodurch gleichzeitig eine Lageausrichtung der Laminate einerseits
und andererseits deren Fixierung untereinander erreicht werden.

Solche Verbindungsmittel kdnnen in erster Linie Nieten sein, und zwar Hohlinieten oder Blechnieten, die bevorzugt aus
Aluminium oder einer Aluminiumlegierung bestehen. In erster Linie werden sich Nieten anbieten, da diese kostengunstig sind
und mit einfachen Vorrichtungen gesetzt werden kdnnen. Es kann aber auch an Schraubverbindungen aus Stahl oder Kunststoff
gedacht werden.
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mittels einer PaRstiftanordnung in einem Hilfswerkzeug, und es werden die mechanischen Verbindungselemente erst nach
Ausrichtung der Laminate an der zu verbindenden Einheit angebracht, um diese fiir die weiteren Bearbeitungsvorgénge
vorzufixieren. Nach dem Anbringen der Verbindungselemente kénnen die fixierten Einheiten von den PaRstiften der
Hilfsvorrichtung abgezogen und frei handhabbar einer Zwischenlagerung oder den weiteren Bearbeitungsgéngen zugefiihrt
werden.

Als Verbindungselemente fiir diese Herstellungsmethode der vorfixierten Einheiten bieten sich einerseits
Klammerverbindungen an. Hierbei kénnen Metallklammern eingesetzt werden. Dabei werden die mit Leiterbildern versehenen
Laminate mit Pa3stiften zueinander lagegenau ausgerichtet. Danach werden die Klammern im Randbereich durch die Laminate
hindurchgetrieben, wodurch die Fixierung und ggf. der Stofischiuf’ der Laminate hergesteiit werden. Die PaRstifte, welche nur
der Montagefixierung dienen, knnen danach entfernt werden.

Es ist aber auch andererseits moglich, die Verbindung der Laminate durch Verschweifen zu erreichen. Dabei werden die
Laminate in ihrem Randbereich bevorzugt Giber die Metallfolien miteinander verschweif3t. Auch hier werden danach die zur
Vormontage verwendeten PaBstifte entfernt.

Die erfindungsgemaf hergestellten vorfixierten Einheiten kénnen auch in Kombination mit dem MaR-Laminationsverfahren mit
Vorteil eingesetzt werden. Dieses Verfahren ist zur Fertigung von Mehriagenleiterplatten mit in mindestens drei und hdchstens
vier Ebenen angeordneten Leiterbildern in einem Prevorgang ausgelegt. Im Gegensatz zum Pin-Laminationsverfahren wird
dabei allerdings ein Laminat mit einem Leiterbild oder zwei Leiterbildern beidseitig mit Prepregs und je einer duReren Metallfolie
ohne Pafstifte zwischen Preblechen dem Aushéartevorgang unterworfen. Die Zuordnung der innenliegenden Leiterbilder
erfolgt durch ein sogenanntes herstellerinternes PaBloch-System oder mittels optisch erfalbarer Fadenkreuze.

Werden Leiterplatten mit in mehr als vier Ebenen liegenden Leiterbildern verlangt, dann kénnen im MaR-Laminationsverfahren
in einem weiteren Arbeitsgang héchstens zwei weitere leitende Ebenen aufgebracht werden. Das erfordert jedoch einen weiteren
Aushértevorgang und verteuert das Erzeugnis dadurch, daR der AusstoR einer gegebenen Pressenkapazitat wegen des
zweimaligen Pre3vorgangs halbiert wird. Dieser Nachteil wird dadurch {iberwunden, daR im MaR-Laminationsverfahren statt
eines Laminates mit héchstens zwei Leiterbiidern als Innenlage eine erfindungsgemaR vorfixierte Einheit mit mehreren
Leiterbildern verwendet und diese Einheit durch die Kombination mit dem MaR-Laminationsverfahren in einem einzigen
Aushértevorgang um zwei weitere leitende Ebenen erweitert wird.

Nach dem Verpressen kénnen die Uberstehenden beidseitigen Metallfolien in den mit den dazugehérigen Prepregs nicht
verkiebten Bereichen wie bekannt entfernt werden, wodurch der Zugang zum PaBloch-System der inneniiegenden Laminate
wieder fir die weitere Bearbeitung freiliegt.

So kénnen durch Kombination der beiden Verfahren kostenglinstig hochprézise Leiterplatten mit mehr ais vier leitenden Ebenen
in einem einzigen Aushartevorgang hergestellt werden.

Die erfindungsgemaéfie Zwischenstufe in Form eines fixierten Lagenaufbaus ergibt also mehrere gewichtige und (iberraschende
Vorteile.

Ferner betrifft die Erfindung einen Lagenaufbau, der nach dem geschilderten erfindungsgeméaRen Verfahren vorfixiert und
danach erst dem Prevorgang unterworfen wird. Dieses Halbzeug bzw. dieses in einer Zwischenstufe hergestellte Produkt
erméglicht die Erzielung der geschilderten Vorteile. Schlielich bezient sich die Erfindung auf die Verwendung der fixierten
Einheiten zur Herstellung von Multiflayer. Insoweit darf auf die Anspriiche verwiesen werden.

Ausfiihrungsbeispiel

Das erfindungsgemaéRe Verfahren und die durch das erfindungsgemaR Verfahren herstellbare vorfixierte Einheit, die erst

anschlieend den weiteren Bearbeitungsgéngen, insbesondere dem PreRvorgang, unterworfen wird, werden im folgenden

anhand eines Beispiels und unter Bezugnahme auf die Zeichnungen weiter erfautert.

Es zeigt:

Fig.1: einen Schnitt durch die Anordnung nach Fig.1,

Fig.2: einen Schnitt durch die Anordnung nach Fig.1,

Fig.3: eine auseinandergezogene perspektivische Darstellung eines Lagenaufbaus mit Prepregs mit Aussparungen, und

Fig.4: eineauseinandergezogene perspektivische Darstellung eines Lagenaufbaus mit Prepregs, die ein Format aufweisen, das
kleiner ist als die vom PaBloch-System definierte Flache.

Aus Fig.1 und 2 ist der Aufbau eines erfindungsgemaRen, vorfixierten Lagenaufbaus sowie dessen Herstellungsweise

erkennbar. Uber ein vorbestimmtes PaRloch- -System 4 werden beidseitig mit fertigen Leiterbildern versehene innen liegende

Laminate 2 mit auBenseitig mit Metallfolie bedeckten, auBen liegenden Laminaten 1 unter Zwischenschaitung von Prepregs 3

mittels Nieten 5 fest verbunden. Die Prepregs 3, welche als elektrische Isolierung und Klebewerkstoff notwendig sind, werden

um die einzelnen Nieten ausgespart, so daf alle zu fixierenden Innenlagen 2 und AuRenlagen 1im Nietbereich einen

MaterialschiuB aufweisen. Dadurch sind die Lagen 1, 2 und damit die spateren AnschluBpunkte zum Durchmetailisieren der

Mehrlagenieiterplatte deckungsgleich zueinander fixiert.

Die dufleren Laminate 1 kdnnen in einer anderen Ausfihrungsform auf der duReren Seite eine volle Metallfolienauftage und auf

der anderen Seite bereits ein geétztes Leiterbild besitzen. Dadurch erhdht sich die Anzahl der Leiterbahnebenen,

Die Fig.3 und 4 zeigen zwei mogliche Ausbildungen der fiir das Verfahren benétigten Prepregs 3. Es wird, wie bereits erldutert

wordenist, sichergestellt, daR die Laminate 1, 2 mindestens im Bereich der Nieten 5 unter StoffschiuR aneinander anliegen. Nach

Fig.3 weisen hierzu die Prepregs 3, die natlirlich gréRer sind als das spatere Multilayer-Endformat 10, zumindest im Bereich

derjenigen PaBldcher 4, die mit Nieten 5 besetzt werden, Aussparungen 7 auf, so daR ein Materialschiuf der benachbarten

Laminate 1, 2im Bereich der Nietverbindungenstattfinden kann. Nach Fig. 4 besitzen die Prepregs 3 zwar ein groReres Format als

das Multilayer-Endformat 10, aber kleinere Abmessungen als die durch das PaRloch-System 4 definierte Flache. Wihrend bei

dem Ausflihrungsbeispiel nach Fig. 3 die Multilayer-Nutzflacheé méglichst groB ist, wird bei dem Ausfiihrungsbeispiel nach Fig. 4

Prepreg-Werkstoff eingespart.



Falls die erfindungsgemaR vorfixierten Einheiten in Gbereinander geschichteter Form in einer hydraulischen Presse, natirlich
ohne Verwendung der beim Pin-Laminationsverfahren bendtigten PreRformen verpre3t werden sollen, muf sichergestellt
werden, daR die Nieten 5 keiner Druckbelastung ausgesetzt sind. Hierzu werden, wie am besten aus Fig. 2 ersichtlich, die aufien
liegenden Laminate 1 so mit dem innen liegenden Laminat 2 mitteis der Nieten 5 miteinander verspannt, da8 deren Endflachen
gegentiber den AuBenflachen 6 des Lagenaufbaus entsprechend weit zurlickgesetzt sind. Daraus resultiert, da wéhrend des
PreRvorgangs der PreRdruck nur auf der Prepregsfldche wirksam ist und die tiefer liegenden Nieten keiner Druckbelastung
wahrend des PreRvorgangs ausgesetzt sind. Damit gewéahrleisten die Nieten 5 und die stoffschllssige Verbindung der Laminate
1, 2 eine lagegenaue Fixierung auch wéhrend des PreRRvorgangs, so da Mehriagenleiterplatten mit hochpraziser
Lagegenauigkeit entstehen.

Um eine exakte, vorher bestimmte Bohrerpositionierung zu den elektrischen Anschiu3punkten zu gewahrleisten, missen
entsprechende Aufnahmebohrungen in den verpreRten Multilayer gebohrt werden. Das Einbringen dieser Aufnahmebohrungen
kann auf verschiedene und an sich bekannte Arten durchgefiihrt werden. In jedem Fall muB es positionsgenau zum Leiterbild der
innenlagen 2 passen. Eine besonders gute Positionierung wird dadurch erreicht, daR zur Aufnahme auf dem Bohrautomaten die
bereits vorhandenen, nicht mit Nieten 5 geflllten Paklécher der Laminate 1, 2 benutzt werden. Fails mit Nieten 5 besetzte
PaRlécher 4 verwendet werden sollen, kann man die Nieten 5 einem chemischen Atzprozef aussetzen, um diese zu entfernen.
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